
Title (en)
Method and device for manufacturing a slotted wall

Title (de)
Verfahren und Vorrichtung zum Herstellen einer Schlitzwand

Title (fr)
Procédé et dispositif de fabrication d'une paroi moulée

Publication
EP 2423388 A1 20120229 (DE)

Application
EP 10009010 A 20100830

Priority
EP 10009010 A 20100830

Abstract (en)
The method involves mixing the soil material provided at bottom portion of soil mortar, using a mixing unit (20). A cutting unit is arranged to remove
the soil material provided at bottom portion of soil mortar after mixing. A release unit (40) is arranged to lift removed soil material from bottom
portion so as to form trench wall. An upper linkage and a lower linkage are provided in the release unit. The mixing unit and release unit are moved
horizontally. An independent claim is included for apparatus for making trench wall in soil mortar.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Herstellen einer Schlitzwand (12) im Boden, bei dem durch Abtragen von Bodenmaterial ein Schlitz erstellt
und zum Bilden der Schlitzwand (12) das abgetragene Bodenmaterial in dem Schlitz mit einer aushärtbaren Suspension zu einem Bodenmörtel
mittels mindestens einer Mischeinheit (20) vermischt wird, bei welcher zum Mischen eine Stange (22) mit Mischelementen (24) drehend angetrieben
wird. Die Erfindung ist dadurch gekennzeichnet, dass das Lösen des Bodens vom Mischen des Bodenmörtels getrennt wird und neben der
Mischeinheit (20) mindestens eine Löseeinheit (40) vorgesehen wird, welche sich über die Tiefe des Schlitzes erstreckt und mittels Fräselementen
(44) in Fahrtrichtung an der Ortsbrust über die Tiefe des Schlitzes Bodenmaterial abträgt, und dass die Löseeinheit (40) und die Mischeinheit
(20) horizontal verfahren werden, wobei die Löseeinheit (40) der Mischeinheit (20) vorauseilt. Ferner betrifft die Erfindung eine Vorrichtung zum
Herstellen einer Schlitzwand aus Bodenmörtel.
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